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[Table_Title] 

半导体设备自主可控力度迎来新预期 
[Table_Title2] 
电子（半导体） 

 

[Table_Summary] 事件概述: 

①根据 SEMI 在 SEMICON Japan 上发布半导体设备预测报告，预

计 2020 年全球半导体设备销售额达 689 亿美元，同比增长 16%。

预计 2021 年全球半导体制造设备市场将继续增长，2021 年将达

到 719 亿美元，2022 年将达到 761 亿美元。 

②根据中芯国际公告，美国商务部以保护美国国际安全和外交利

益为由，将中芯国际以及其部分子公司及参股公司列入实体清

单，根据美国相关法律法规的规定，针对适用于美国《出口管制

条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能

向公司供应；对用于 10nm 及以下技术节点（包括极紫外光技

术）的产品或技术；经过公司初步评估，该事项对公司短期内运

营及财务状况无重大不利影响，对 10nm 及以下先进工艺的研发

及产能建设有重大不利影响，公司将持续与美国政府相关部门进

行沟通，力争将不利影响降到最低。 

 

我们近期连续提示半导体板块机会，相关报告包括： 

①半导体硅片需求续涨，产业链受益蓄势待发 20201025 

②高像素及多摄趋势确立，豪威/三星发力特色 CIS 20201102 

③功率半导体板块景气度持续，加速进口替代 20201103 

④Q3 半导体配置仓位新高，进口替代趋势不变 20201109 

⑤5G/游戏/PC 等催化存储，国内厂商积极布局 20201121 

⑥5G 手机渗透加速，射频赛道持续受益 20201123 

⑦半导体材料需求看涨，联动晶圆产能扩张 20201129 

⑧半导体产业链格局优化，国产设备空间大 20201206 

⑨国产功率加速替代，工控家电领域谋突破 20201208 

⑩MCU 产能持续紧缺,国内企业迎高端配套机遇 20201217 

  

分析与判断: 

►   晶圆产能持续紧缺，扩产驱动半导体设备景气度

向上。 
根据 SEMI 在 2020 年 12 月 15日，SEMICON Japan 上发布半导

体设备预测报告，预计 2020 年全球半导体设备销售额达 689

亿美元，同比增长 16%。预计 2021 年全球半导体制造设备市场
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将继续增长，2021 年将达到 719 亿美元，2022 年将达到 761

亿美元；按照半导体产业链环节拆分，（1）晶圆制造的前端和

后端预计均将增长；按照产品应用领域拆分，代工和逻辑业务

约占晶圆厂半导体设备销售总额的一半，今年设备投资额同比

增长 15%，达到 300 亿美元；NAND 存储器设备投资额同比增长

30%，超过 140 亿美元，DRAM 存储器则有望在 2021 年和 2022

年持续增长。（2）封装设备 2020 年投资额同比增长 20%，达到

35 亿美元，在先进封装的驱动下，2021 年和 2022 年分别同比

增长 8%和 5%。（3）测试设备 2020 年同比增长 20%，达到 60亿

美元。整体来看，数字化时代趋势不变，加上 5G/AI/IoT 应用

增加，全球晶圆产能始终维持紧缺，有利于推动晶圆厂产能持

续扩张，带动未来三年半导体设备景气度向上。 

 

►   先进制程遭受技术限制，成熟制程推动设备国产化
为势在必行。 
根据中芯国际公告，美国商务部以保护美国国际安全和外交利

益为由，将中芯国际以及其部分子公司及参股公司列入实体清

单；对用于 10nm 及以下先进工艺技术节点（相关设备和材

料）的产品或技术研发及产能建设有重大不利影响。根据中芯

国际半年报讯息，公司 N+1 工艺进展顺利，已经进入客户产品

验证阶段，同时 N+2 也在有序推进；按照公司 N+1 和 N+2 对比

14nm 产品的效能提升程度，相当于行业 10nm 及 7nm 水平；因

此美国技术限制，将影响公司未来先进制程的推进。有了前车

之鉴，国内晶圆厂将更加重视产业链的稳定可控，未来半导体

产业链上游核心设备材料的自主可控将至关重要，尤其是成熟

制程，相对于先进制程技术难度、准入门槛较低，成熟制程将

为国产设备、材料企业由低做高提供支持，国产化比例有望提

升。 目前在九大半导体前道设备均有国产企业，未来发展有

望提速，具体企业包括：（1）光刻：上海微电子；（2）刻蚀：

中微公司、北方华创、屹唐半导体；（3）CVD 化学气相薄膜沉

积：沈阳拓荆；（4）PVD 物理气相薄膜沉积：北方华创；（5）

离子注入：烁科中科信、凯世通；（6）CMP 化学机械抛光：华

海清科；（7）清洗设备：盛美半导体、北方华创、至纯科技；

（8）热处理设备：北方华创、屹唐半导体；（9）量测设备：

上海睿励、中科飞测、上海精测等。 

 

投资建议： 
国内半导体行业在大环境的驱动下，未来 3 至 5 年将迎来较好

的发展机遇；重点推荐半导体产业链核心标的：（1）芯片设

计：韦尔股份、卓胜微、晶丰明源、圣邦股份、北京君正、兆

易创新；（2）设备和材料：中环股份、北方华创、中微公司、

沪硅产业、安集科技；（3）功率半导体：华润微、扬杰科技、

斯达半导体；（4）芯片制造：中芯国际，受益公司华虹半导

体；（5）芯片封测：长电科技，受益公司通富微电。 

（晶丰明源、安集科技、中微公司为华西电子&中小盘联合覆

盖；中环股份为华西电子&电新联合覆盖） 

 

风险提示 

半导体行业需求不如预期、行业竞争愈趋激烈、宏观经济下

行、系统性风险。 
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华西电子-走进“芯”时代系列深度报告，全面覆盖半导体设计、制造、封测、设

备、材料等各产业链环节和重点公司，敬请关注公众号“远峰电子” 

 
 

华西电子【走进“芯”时代系列深度报告】 

1、芯时代之一_半导体重磅深度《新兴技术共振进口替代，迎来全产业链投资机会》 

2、芯时代之二_深度纪要《国产芯投资机会暨权威专家电话会》 

3、芯时代之三_深度纪要《半导体分析和投资策略电话会》 

4、芯时代之四_市场首篇模拟 IC 深度《下游应用增量不断，模拟 IC 加速发展》 

5、芯时代之五_存储器深度《存储产业链战略升级，开启国产替代“芯”篇章》 

6、芯时代之六_功率半导体深度《功率半导体处黄金赛道，迎进口替代良机》 

7、芯时代之七_半导体材料深度《铸行业发展基石，迎进口替代契机》 

8、芯时代之八_深度纪要《功率半导体重磅专家交流电话会》 

9、芯时代之九_半导体设备深度《进口替代促景气度提升，设备长期发展明朗》 

10、芯时代之十_3D/新器件《先进封装和新器件，续写集成电路新篇章》 

11、芯时代之十一_IC 载板和 SLP《IC 载板及 SLP，集成提升的板级贡献》 

12、芯时代之十二_智能处理器《人工智能助力，国产芯有望“换”道超车》 

13、芯时代之十三_封测《先进封装大势所趋，国家战略助推成长》 

14、芯时代之十四_大硅片《供需缺口持续，国产化蓄势待发》 

15、芯时代之十五_化合物《下一代半导体材料，5G 助力市场成长》 

16、芯时代之十六_制造《国产替代加速，拉动全产业链发展》  

17、芯时代之十七_北方华创《双结构化持建机遇，由大做强倍显张力》 

18、芯时代之十八_斯达半导《铸 IGBT 功率基石，创多领域市场契机》 

19、芯时代之十九_功率半导体深度②《产业链逐步成熟，功率器件迎黄金发展期》 

20、芯时代之二十_汇顶科技《光电传感创新领跑，多维布局引领未来》 

21、芯时代之二十一_华润微《功率半导专芯致志，特色工艺术业专攻》 

22、芯时代之二十二_大硅片*重磅深度《半导材料第一蓝海，硅片融合工艺创新》 

23、芯时代之二十三_卓胜微《5G 赛道射频芯片龙头，国产替代正当时》 

24、芯时代之二十四_沪硅产业《硅片“芯”材蓄势待发，商用量产空间广阔》 

25、芯时代之二十五_韦尔股份《光电传感稳创领先，系统方案展创宏图》 

26、芯时代之二十六_中环股份《半导硅片厚积薄发，特有赛道独树一帜》 

27、芯时代之二十七_射频芯片《射频芯片千亿空间，国产替代曙光乍现》 

28、芯时代之二十八_中芯国际《代工龙头创领升级，产业联动芯火燎原》 

29、芯时代之二十九_寒武纪《AI 芯片国内龙头，高研发投入前景可期》 

30、芯时代之三十_芯朋微《国产电源 IC 十年磨一剑，铸就国内升级替代》 

31、芯时代之三十一_射频 PA《射频 PA 革新不止，万物互联广袤无限》 
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32、芯时代之三十二_中微公司《国内半导刻蚀巨头，迈内生&外延平台化》 

33、芯时代之三十三_芯原股份《国内 IP 龙头厂商，推动 SiPaaS 模式发展》 

34、芯时代之三十四_模拟 IC 深度 PPT《模拟 IC 黄金赛道，本土配套渐入佳境》 

35、芯时代之三十五_芯海科技《高精度测量 ADC+MCU+AI,切入蓝海赛道超芯星》 

36、芯时代之三十六_功率&化合物深度《扩容&替代提速，化合物布局长远》 

37、芯时代之三十七_恒玄科技《专注智能音频 SoC 芯片，迎行业风口快速发展》 
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